


このパッケージは，リード形状をプレス成形することで，ス

ルーホール実装，表面実装のどちらの実装形態にも対応できま

す。

更にペルチェクーラを搭載せず，高効率のLD素子を採用す

ることにより，消費電力は約1/3（図4参照）に減少していま

す。


